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Résumé

Cette notice explique de fagon pratique comment réaliser des mesures avec le profilométre mécanique
(TENCOR). Il sera abordé la fagon :

- de faire des mesures de marche pour des épaisseurs allant de 20nm a 300um.

- de mesurer le stress différentiel venant de I’analyse du changement de courbure d’un wafer
par I’ajout d’une couche de matériau.

- d’utiliser une séquence de mesures pour obtenir une cartographie d’un échantillon de
maniere répétable et automatisé.
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Chapitre 1 : Le principe du profilométre mécanique

Le profilométre mécanique sert a mesurer des profils (hauteur de marche et rugosité) et des
contraintes d0 au dépot de films minces sur un substrat.

Il est constitué :
- d’une téte de mesure (pointe avec un systeme de mesure transduction électro-mécanique),
- d’un systeme optique permettant la visualisation de notre échantillon (de biais ou de dessus),
- d’un plateau déplacant 1’échantillon (déplacement XY0)
- et d’un ordinateur assurant le contrdle de la machine et le traitement des mesures.

axe de rotation _______

capacité

Figure 1: schéma du systéme de mesure

Pendant la mesure, la pointe vient en contact avec la surface du substrat qui se déplace lineairement
(Figure 1). Les mouvements verticaux du stylet sont transmis a la capacité qui retransmet le signal
mécanique en signal électrique, donnant ainsi la topographie de surface de I’échantillon aprés
calibration.

Attention, le profil ainsi obtenu ne représente pas le profil réel mais le profil convolué par la forme de
la pointe (Figure 2). Nous ne pouvons donc mesurer la profondeur d’un trou de faibles dimensions
latérales. La gamme de mesure en Z va de la dizaine de nanomeétres a 300pm maximum.

Profil réel I |
Profil mesuré /_\_/_V_\_

Figure 2: exemple d'une différence entre un profil réel et mesuré

La mesure de contrainte dans une couche mince est faite en étudiant la variation de rayon de courbure
d’un wafer entier avant et aprés le dépot d’un film. Cette méthode est limitée aux couches minces qui
recouvrent tout le wafer et dont I’épaisseur est inférieure & un dixiéme de I’épaisseur de substrat.
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Chapitre 2 : Procédure pour la mesure d’épaisseur et de rugosité
2-1 : Seélection de la recette et réglages des parametres

ﬂ ]
Profiler B.0

Si le logiciel est fermé, cliquer sur I’icéne situé sur le bureau « Profiler 8.0 » , laisser
I’initialisation se faire. Une fois celle-ci terminé, la page « catalog » apparait (Figure 3) et le choix
du mode et des recettes de mesure sont possibles.
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Figure 3: Page Catalog

Sur la page « catalog », cliquer sur I’onglet « scan » (1) puis sur « scan recipe » (2) et choisir la
recette adaptée a votre mesure (3) en cliquant sur « view/Modify » (4) ou en double cliquant sur
la recette. La page « Recipe editor » apparait (Figure 4) :

|%) Profiler - [Recij
Recipe Options Sample Vacuum Help

D ¥ | & (@0 w[e]eh

2D Scan
# Scan Size [pm): 303.000 -
Feature
Dretection Find Define.
Filters Scan Speed (pm/s) 50 - 1
Cursors
Sampling Rate (Hz): 200 - 2
Unit Dulput Multi-Scan Average 1 - Show Position:
3 Start: @
General CarfiaE
Parameters :
Scan Direction: [ — ] [ Teach. End
Roughness
Waviness
Bearing Ratia Scan Time:
Cuitting Depth Individual Trace (s} E1  Total Data Paints: 1215
High Spot Count Approx. Total (hr:min:g): a-0:120 PFaint Interval (um]: 01243537
Peak Count
Shylus;
Histograrm | Applied Force [ma): 200 ~ | Aecommended 2.00
Leveling awimum [ma):
Styluz Radius [um): 200
Histogram
Depth ‘Vertical Fanging:
CMP Fange/Resolution: 13um/0.00785 5
Analysis Profile Tupe r -
Apex
Analysis

Figure 4: Page Recipe Editor

Notice d’utilisation du profilomeétre TENCOR P17 juillet 2017



e = ]
CNRS - Q RENATECH m e

Sur cette page, vérifier et adapter les parameétres de vos mesures :
(1) Régler la vitesse de déplacement (généralement 20,50 ou 100um)
(2) Régler le nombre de points (méme valeur que la vitesse sauf cas particuliers)
(3) Veérifier le sens et le nombre de passage
(4) Veérifier la force (généralement 2mg)
- (5) Choisir la gamme de mesure (normalement correspondante & la recette)
Le choix de la longueur du scan peut étre réalisé apres.
Cliquer sur XY (6) pour passer a la partie échantillon.

2-2 : Présentation de I’interface de mesure XY VIEW SCREEN

¥
0.00 uu
100080 08 pm

27201 48 um
0.00 deg
m:  0.00

FrrmE

7

Cancel|
JuzzmTma0r  EClearStatia |

Figure 5: Page Teach Scan Length

: choix de la vitesse de déplacement du plateau
: sélection du sens de déplacement du plateau

: réalisation du focus sur le substrat

: démarrage de la mesure

: chargement / déchargement de I’échantillon

: vue de I’échantillon par la caméra

: position de la pointe sur le substrat

~No o wN P

2-3 : Mise en place de I’échantillon et mesure

Ne jamais mettre la main a I’intérieur de I’enceinte de mesure.

Positionner I’échantillon sur le plateau, mettre le vide, fermer la porte et cliquer sur « Man Load »
(5) sur la page Teach Scan Length (Figure 5) pour permettre au plateau d’aller sous la téte de
mesure.

Cliquer sur « Focus » (3).

Se positionner sur la zone de mesure a I’aide de (1), (2) et (7).

Faire un cliquer-glisser avec le trackball pour choisir précisément la zone et la longueur de la
mesure.

Appuyer sur « Start » (4).

Lorsque la mesure est terminée, I’écran présentant les données s’affiche (Figure 6).
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Figure 6: Page Analysis Scan Data

Avant d’effectuer la mesure, vérifier si le niveau est corrigé. Si tel n’est pas le cas, appuyez sur
« Level » (1) puis mettre les 2 curseurs de niveau (2 et 3) au méme niveau et rappuyez sur
« Level ». Ceci réalise le niveau mais active également les curseurs de mesure (4 et 5). Faire la
mesure de marche en plagant les curseurs de mesure (4 et 5) aux points d’intéréts.

Pour refaire des mesures sur une autre zone de I’échantillon, fermer la fenétre « Analysis » sans
sauver le résultat (sauf exceptions), appuyer sur « XY », sauver la recette et positionner la pointe
sur un autre point puis recommencer la mesure.

Quand celles-ci sont terminées, cliquer sur « Man load » dans la fenétre « XY view screen »,
attendre que le plateau soit bien devant soi pour ouvrir la porte car celui-ci s’arréte dés que la
porte est ouverte. Enlever le vide et récupérer I’échantillon.

Remarques :

- Si le bandeau en bas est rouge, c’est qu’il y a une erreur. Lisez la et cliquer sur « Clear status »
pour I’enlever et faites les corrections nécessaires pour pouvoir faire la mesure.
- Si la mesure n’est pas celle attendue, vérifier que la gamme de mesure choisie est correcte.

Notice d’utilisation du profilomeétre TENCOR P17 juillet 2017
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Chapitre 3 : Procédure pour la mesure du stress différentiel

La procédure du stress repose sur la comparaison entre une analyse avant dépét (pré-stress) et une
analyse apres dépot (post-stress) sur le méme wafer. Les deux scans sont ensuite comparés et un
calcul du stress différentiel est effectué par le systeme. Pour que les résultats soient cohérents, il faut
placer le méme wafer de fagon identique avant et apres traitement sur le plateau du profilometre
car les wafers méme neuf ont une courbure naturelle et parfois différente dans le méme lot.

3-1 : Mise en place de I’éechantillon et mesures du pré-stress

Sur la fenétre « stress » (figure 7), cliquer sur I’onglet « stress » (1) puis sur « 2D » (2) ensuite sur
« Scan Recipe » (3) et choisir la recette adaptée a votre mesure (4).

[ Profiler - [Stress] X
Recpe Edt Sample Vacwum View Stress Tasks Heb
NEw | &| @alafl |swr| @20 fo | 7| w2 | &
Stres; Z
Strass [QUARTZ STRESS4POUCES J@
Recipe N
Recioe Paif Recipe Name Modiied Date Tive |_g=
e
— 5= STRESSACP QUARTZ STRESSPOLICES 4595 AN B
Dat. CyAndea STESS REMY 005 043718 FM ano
Rata 5 e STRESSIPOLCE_GAAS_600 MET115 033640 PM
™ STRESSIPOUCE 51_500 170203 052743 M
3 Bowchia STRESSAPOUCE _AF W01 042548 FM
(5 Cowson STRESS4POUCE _AF32_1000MICROMETRE 65N 025756 FM
(53 EDeboerg STRESSAPOUCE _AF 3 SOMICROME TRE MEEN 025736 FM
) Hakim,Tabe STRESSAPOUCE_GAAS MEM225 101313 AM
- STRESSAPOLICE _FYREX 500 10224 032630 AM
CoHee STRESSAPOUCE_QUARTZ 3R 0110202 022236 PN
3 laurerimazeng STRESSAPOUCE _S1_400 AOSES S0 0I544E PM
£ Luscde Mage STRESS4POUCE_SI_400.35R 50123 031919 M —
Sieeve STRESSAPOLCE 51500, 15 MEIE 102429 AM
=T STRESSAPOIUCE_SI_B40ICF 110303 105353 AW
oo STRESSAPOUCE 51 S40ICPMOYEN 10321 015215 PM
&sTPA STRESSAPOUCE_S1525 AN70424 101856 AM 4
(5 Sphisne STRESSAPOUCEVC 114222 030841 AM
) Thieny STRESSSMM_GAAS 110804 113153 AM
STRESSEPOUCE_S1_400.35R 0405 03138
STRESSEPOUCE S 650 AM10207 122332 FM
STRESSEPOLICE 51_E508 10318 031713 AM
STRESSEPOUICE 51_650C 10322 064723 PM
STRESSSAMI M2 0254632 PN
TESTTEST 10303 122244 PN
UNTITLED 161115 040835 PM
KRR, N0 102055 AM
START Delete | Bt | New | View/Modiy | |

Figure 7: Choix de I'option stress

Vérifier que les informations de la recette correspondent a la mesure que vous voulez effectuer.
Appuyer sur « XY » pour passer a la partie echantillon.

Ouvrir la porte et positionner la plaque permettant la mesure du stress sur le plateau du
profilomeétre (Figure 8).

Figure 8 : Plaque pour mesure du stress Figure 9 : wafer sur la plaque

Mettre le wafer (Figure 9) sur cette plague sans mettre le vide.

Notice d’utilisation du profilomeétre TENCOR P17 juillet 2017
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Attention : il est important de placer la plague et le wafer toujours de la méme facon.

Fermer la porte du profilométre et appuyer sur « Man Load ». Lorsque le plateau est arrivé sous la
téte de mesure, appuyez sur « Start ».

Renseigner le nom de votre échantillon pour la sauvegarde du résultat en faisant figurer a quelle
étape du process cela correspond.

Lorsque la mesure est terminée, I’écran suivant s’affiche (Figure 10).

Profiler - [Stress]

Recipe Edt Sample ¥acuum  Wiew Stress Help

| H & @| Q [558 o || & |2 | 2|

SeanD: 1 Stiess Recipe Used: STRESS4POUCE_PYREX 500 —
Site: Mame:

Meas:

Length: 80000.00 pm P cih
o (B 0.25000m | Height
Cursors

Left  Right
Meas 6400 BO000
Detta 8400 80000

L Height: 0.124um
R Height: 0.003um
St Height: -0.121pm
Width: 78360um
TR 2119um

-0.7500um

-1 000pm

-1 250pm

RET

1.7500m

2000y

10000

Figure 10: Résultat d'une courbure de wafer

Pour récupérer le wafer, cliquer sur « XY » puis sur « Man Load ». Lorsque le plateau est devant la
porte, ouvrait celle-ci. Récupérer le wafer et enlever la plaque du plateau.

Attention, sur les wafers tres contraints, il est possible que la mesure ne soit pas réalisable si le wafer
n’est pas a plat, cela se voit lors de I’acquisition de la mesure.

3-2 : Mesures du post-stress

Lorsque le dépbt a été réalisé, reproduire les mémes étapes qu’au paragraphe 3-1 sur le wafer.
Ces mesures doivent se faire :
- sur le méme wafer que pour le pré-stress
- avec la méme recette que I’analyse de pré-stress
- et en positionnant exactement la plaque et le wafer de la méme maniére que pour la
réalisation du pré-stress.

Attention : bien se rappeler quel fichier correspond au stress avant dép6t et celui aprés
depot.

Notice d’utilisation du profilomeétre TENCOR P17 juillet 2017
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3-3 : Exploitations des résultats

L'analyse du stress est réalisée grace a la comparaison du profil obtenu en pré et post-stress. Cette
analyse n'est pas enregistrée, mais est généree a chaque demande.

[ Profiler - [Stress] ]
Recpe Edt Sample Vacuum View Stress Tasks Help
&| alal [ser| & [z0_ 3o | 2 | 2 | N
Stress Data Name:
o L&
Recipe |
Stiess Data Path Stress Data Stess Recipe x Y Creation Date Time I'@
I
G STAESSDATA <NONE> — - - i e~ Pa=rt
Dat. 03-2014 STRESS4POUCE_SI_ -40000.0 ao 2014-11-03 11:46:23 Ab aono
2 =] 53 STRESS4POUCE_SI_... -40000.0 oo 2150227 033322 A
531 STRESS4POUCE_SI_ -40000.0 oo 2N502-27 035141 Py
532 STRESS4POUCE_SI_ -40000.0 on 20150227 034318 P 1
533 STRESS4POLICE 51 00000 00 B0 O34T P
5841 STRESS4POUCE_SI_ -40000.0 19000 250817 033337 A
58410 STRESS4POUCE_SI_... 40000.0 22000 2150624 102112 A
58411 STRESS4POUCE_SI_... -40000.0 19000 201506-25 0351:19 AN |
58812 STRESS4POUCE_SI_ -40000.0 19000 2N506-25 035533 AN
58413 STRESS4POUCE_SI_ -40000.0 19000 20150626 023500 P
53414 STRESSAPOUCE SI_ 400000 13000 1 023501 Fi
5415 STRESSAPOUCE SI. 400000 19000 2050701 034856 Fh
S8A:16 STRESS4POUCE_SI_.. 400000 19000 250701 035243 P
5842 STRESS4POUCE_SI_ -40000.0 19000 2N506-17 032314 P
5843 STRESS4POUCE_SI_.. -40000.0 13000 20150618 102923 A
5344 STRESS4POUCE_SI_. -40000.0 19000 20150818 103731 Ab
585 STRESS4POUCE SI_ 400000 100 ANS05Z 0340 A
5886 STRESS4POLICE 51 400000 9300  ANS062 095433 ah
S8A-7 STRESS4POUCE_SI_ 400000 13000 2N506-22 035938 Pn
5848 STRESS4POUCE_SI_... -40000.0 13000 50622 041204 P
5849 STRESS4POUCE_SI_... -40000.0 19000 201506-24 101415 Ab
588-1 STRESS4POUCE_SI_ -40000.0 oo 2N50617 030947 P
538-10 STRESS4POUCE_SI_ 40000.0 oo 201508-25 100015 AN
556.11 STRESS4POUCE SI_ 400000 00 S0 023000 Fi
59812 STRESSOPOUCE SI.. 400000 QO M6 024308 P
588.13 STRESS4POUCE SI . -40000.0 0.0 201507.01 034415 Fh
588-14 STRESSAPOUCE SI 00 0356:41 P
538-2 STRESS4POUCE_SI_ 0000.0 oo 5 Fr
588-3 STRESS4POUCE_SI_. 40000.0 oo 20150622 034514 Ab
5364 STRESS4POUCE 51 400000 00 W62 034315 Ab
5885 STRESS4POLICE S 40000 00 M5B 040447 AV
: = =
=c ~| [Ee8az 58814 STRESSIPO
Delste | I Setre |I I Set Pos] | I Caleudste |I Beview

Figure 11: Sélection des données pour le stress

Dans la fenétre « stress » (Figure 11), cliquer sur « Stress » (1), puis sur « Stress Data » (2).
Rechercher et sélectionner le fichier correspondant a la mesure avant dép6t (3). Cliquer sur « Set
Pre » (4).

Rechercher et sélectionner le fichier correspondant a la mesure apres dép6t (3). Cliquer sur « Set
Post » (5).

Vérifier que les deux mesures ont été réalisées avec la méme recette car sinon, le stress ne peut
étre calculé. Cliquer sur « Calculate » (6), I’épaisseur du dépot réalisé est demandée.

La fenétre résultat s’affiche (Figure 12).

&2 Profiler - [Stress]

Recpe Edt Sample Vacuum View Stress Help

|2 | & @l a|ms | .2 | ]
Siess Site Name: —
Cotmpeessive Length: 0000.00 um =
Ave: 1311 MPa Direction -=
= 1311 £10 dynesiem™2
R 3%672m Cwsmuﬂ Right |
Max: -8357 MPa Meas 0000 79935
= 8357 €10 dynesiom™2 Deta 5000 B0OOD
R: 5760 m
1L ||| st S e
= 1.083 9 dpres/em”2 St Height: 0.000m
R: 4443m Widh  0.000um LI
Method: Polynomial [5] Wis W
Max Dev. 0.0001 —_—
Variance: 2802e10 —_
Std Dev. 16745
Pre: 58813
Post 58814
Recipe: STRESS4POLCE_S1_400
Substrate
1.805 Siicon 100
Fim Thickness
01000 um
¥ Display Pre-Stress
¥ Display Post-Stress ~160.0um 0 10000 20000
¥ Display Difference

Figure 12: Affichage des résultats du stress
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Sur la Figurel2, les résultats (1) sont affichés en MPa et dynes / cm2, une explication des
symboles utilisés est donnée dans le tableau 1.

Résultats Explications

Désignation du stress Compression

Valeur négative du stress /_\
Traction
Valeur positive du stress \_/

Ave Stress moyen sur I’ensemble du profil

Max Contrainte maximale sur I’ensemble du profil
Center Stress au centre du profil

R Représente la modification du rayon de courbure

Tableau 1 : Signification des symboles pour le résultat du stress

Notice d’utilisation du profilomeétre TENCOR P17 juillet 2017
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Chapitre 4 : Procédure pour utiliser une séguence de mesures

4-1 : Présentation de I’application

Le profilometre TENCOR P17 posséde une application « Séquence » qui permet en un seul
programme de combiner plusieurs recettes pour réaliser des balayages multiples sur un
échantillon de maniére répétable et automatique. Ceci permet d'économiser du temps mais surtout
de réaliser des mesures sur les mémes emplacements sur des échantillons différents.

Les séquences peuvent étre créées en utilisant n'importe quelle combinaison de recettes. La recette
contient des informations qui orientent le systeme pour positionner précisément I'échantillon sous
la téte de mesure pour chaque mesure.

L’application « Séquence » offre les possibilités :
- de combiner jusqu'a 20 emplacements de mesures et recettes,
- de définir des points de référence pour corriger les variations de translation et de rotation
entre substrats,
- d’afficher et de tracer les profils pour tous les emplacements de mesures.

Seul le personnel de TEAM est habilité a créer le programme d’une séquence.

4-2 : Création d’un programme de séquence

Ouvrir la porte du profilometre et positionner 3 picots dans les trous annotés 100mm du plateau.
Mettre 2 picots pour le méplat et 1 pour le c6té du wafer (Figurel3). Ces picots servent a
positionner le wafer de maniére identique a chaque mesure.

.
T
-

Figure 13 : Picots positionnés sur plateau

Mettre le wafer sur le plateau en venant bien en butée contre les picots (Figure 14), mettre le vide
et fermer la porte. Cliquer ensuite sur « Man Load » puis sur « Focus ».

Figure 14 : Positionnement du wafer

Notice d’utilisation du profilomeétre TENCOR P17 juillet 2017



4-2-1: Création de la recette source

Dans la fenétre « Catalog » (Figure 15), cliquer sur I’onglet « scan » (1) puis sur « scan recipe »

(2) et sur « new » (3). Renseigner le nom de la recette.

T~ Sompirg el foesdbenid  ModtedCure
' 3 20 5
T Rs
Semn ki o 321 528 100 ]
i, [ un 206 0 0
LINEAR so000 o 0t
SFFIS0 sa0 50 0 a3
FFid0 1600 0 ¥
T 2000 ) 1
Fr— STERHTL 500 50 5
TEHETN nt ] w0
R s 100 10 19-07-

st | [ [t . Ern Deite

Figure 15 : Catalog

La fenétre « Recipe editor » (Figure 16) apparait avec des paramétres par défauts.

(=] Profiler - [Reci
Recipe Options Sample Vacuum Help

I (=] = e |5"W|@

e — 20 Scan
i5can Parameter!
i Definition % Scan Size (w 303.000 |
Feature
Detection Find Defing:
Filters Scan Speed (um/s) 50 hd
Cursors 3 5
5 ampling Fate [Hz). 200 -
Unit Dutput Muli-Scan Average : Show Pasition:
4 Start: @
General Center:
Farameters
Scan Direction [ ey [ Teach. B
Roughness
Waviness
Bearing Ratic Baollne
Cutting Depth Individual Trace s} E1 Total Data Points: 1215
High Spol Count Approz. Total (hr:min:s] 0:0:120  Poirt Interval [uml: 0.249597
Peak Count
Stylus:
Histogram N Applied Force [mg) 200 ~ | Recommended 200
Leveling M aimum (gl
Stylus Radius [um): 200
Histogram
Depth ‘ertical Ranging:
CHP Range/Resalution: 13um/s0. 00788 - 7
Analysis Profile Type - - 8
Apex
Analysis

Figure 16 : Recipe editor

Cliquer sur « Scan Parameter Definition » (1) et adapter les paramétres pour les mesures :

- (2) Régler la longueur du scan

- (3) Régler la vitesse de déplacement (20,50 ou 100um) et le nombre de points (méme

valeur que la vitesse sauf cas particuliers)
- (4) Vérifier le sens et le nombre de passage
- (5) Choisir la position de référence
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- (6) Vérifier la force (généralement 2mg)
(7) Choisir la gamme de mesure
(8) Chaisir le profil de la mesure.

(=

Enregistrer la recette (9) et cliquer sur « Start » (10) pour réaliser une mesure. Vérifier que la
mesure se réalise correctement (longueur de scan...). Réaliser le niveau et relever les coordonnées

des curseurs. Réaliser la mesure de la marche et relever les coordonnées des curseurs.

Revenir sur la fenétre « Recipe editor » (figure 17) et cliquer sur « Filters cursors » (1) pour
pouvoir déterminer le positionnement des curseurs de niveau et de mesure afin que cela puisse se
faire automatiquement. Dans les parametres des curseurs (figure 17), renseigner les abscisses X1

et X2 des deux curseurs de niveaux ainsi que des deux curseurs de mesures.

Recipe Options Sample Vacuum Help

D 2 B & [

prtier - Recipe Eater SO

can Parameter:
efinition

Feature
Dietection
A—

Filters
Curgors

Unit Dutput

i General
i Parameters

Roughness
‘wavingss

Bearing R atio
Cutting Depth

High Spot Count
Peak Count

Hizstagram
Leveling

Histagram
ept

CMP
Analpsiz

Apex
Analpsiz

bl

Figure 17 : Recipe editor — Filters cursors

START &0
2D Filters
Moise Filter Defaul
[Shart 'wawelength Cutaff} efault M
“wWaviness Filter
[Long “wavelength Cutaff] OFF v
2D Median Filter: OFF -
Cursorz and Leveling

n

Left Measurement:  |0.000 £1.838

Right Measurement W W
Left Levek W W
Right Level: 'W 'W

[ Relative to Feature Detected

Live Tilt Correction

[ Second Order Curve Remaval

Advanced Analysis

[ Polyramial Step Height Function

Si la recette est pour mesurer une marche, dans la fenétre « Recipe editor » (figure 18) cliquer sur
« General Parameter »(1) et sélectionner les résultats (2) a afficher lors de la mesure et enregistrer

).
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D chinlioo
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Parameters
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Bearing Ratia
Cutting Depth
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Peak. Count

Histogram
Leveling
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CMP
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20 General Parameters

Momnal Trace

[7] Step Height [StpHY)
[T Total Ind. Runout (TIR)
[ Average Height [Ava)
[ Slope

[T Radius [Fad)

[] &ea of Peaks [Area+]
[] &rea of Yalleys [4rea]
[] Total Area (Area)

"] Peak [Fp)

[ 4alley [Pv)

[ Profile Length [ProfL]
[ Distance to Edge (Edge)
[ Step Width [Stgwd)
[] Bump Height (BumpHt]

Select Al 20
Remove All 2D

Figure 18 : Recipe editor — General Parameters

Si la recette est pour mesurer une rugosité, dans la fenétre « Recipe editor » (figure 19) cliquer sur

« Roughness Waviness » (1), sélectionner les résultats (2) a afficher lors de la mesure et

enregistrer (3).

= profer- (ecipe Editor- 2o

Recipe Options  Sample Vacuum Help

o =

=2]s ]

START %)

iScan Parameter;

Feature
Detection

Filters

Unit Qutput

General

Foughness
Waviness

Bearing Ratin
Cutting Depth

High Spat Caunt
Peak Count

Histogram
Leveling

Histagram
Depth

CHP
Analysis

Apex
Analysiz

20 Roughness Parameters

[ wverage [Ra)

[T Maimum Fa [MaxFia)
[CIRMS (Ra]

[ Peak [Rp)

[ Walley [Rv)

[ Peakvaliey [Rt)

[ Height 10pt (RS5z)

[ Height Bt (Ri3z)

[ Mean Ht 5 ampling Lengths [Fiz)
Mo. of Sampling Lengths: 5
[ Max Ht S ampling Length [Rmax)

] Roughness Height [Fh)
[ Mean Peak Height [Rpm)
[T RMS Slape [Daq)

[ RMS W avelength [La)
[ 5td. Dev. Height [SD)

Select All Roughness

20 Waviness Parameters

[ &verage [wa)
[CIRMS fwiq)

[7] Peak wp)
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[] Peak v alley [t

[T waviness Height [wh]

Select All'\Waviness

I Remave All Roughness ]

I Remove &l W aviness ]

Figure 19 : Recipe Editor — Roughness Waviness

4-2-2 : Création de la séquence

Dans la fenétre « Catalog » (Figure 20), cliquer sur « Sequence Recipe » (1) puis sur « New » (2).
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Sequence Fecipe Name:
Scan SEQUEMCE_ELECTROCHIMIE
Recipe
SCTHETED FHi Sequence Sites Maodified D ate/Time Batch
B.?gmgzhbratmn 1005CAN 100 2017-03-27 16:31:52
Scan £ c10 HETG_RET 5 2015-02-14 10:30:28
Data L7 KT Recipe Library HNOISE_SEQ 1 24 2017-03-24 11:27:53
KNOISE _SEQ 2 5 2017-03-24 11:54:23
1 SEQUENCE_ELECTROCHIMIE 3 2017-07-18 16:15:16
STEF_HT_SEQ_1_MII 2 2011-11-16 11:53:44
FemTETED STEF_HT _SEQ 1 SR 15 2017-03-27 12:24: 26
Recipe TEST_LAAS 1 2017-06-27 16:52:58
THETA 22 2017-03-23 19:16:57
XY20-MII-HEAD SEQ 2 5 2011-11-17 10:50:31
EY20-SR-HEAD_SEQ_2 20 2017-03-23 18:45:54
Sequence
Data
Queue [[ Mew l [ Wiew/Modify ] [ Inport. . ] [ Export. . ] [ Delete

Figure 20 : Catalog - création séquence

Dans la fenétre « Sequence Editor » (Figure 21), rechercher et sélectionner la recette (1) puis
cliquer sur « Add » (2) autant de fois que le nombre de mesures (limiter a 20 mesures). Il peut y
avoir panachage de recette pour réaliser différents types de mesures. Les recettes ajoutées
s’affichent dans le cadre (3).
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Figure 21 : Sequence Editor

Pour définir chaque point de mesure, sélectionner la ligne en question dans le cadre (3), cliquer
sur « Teach Location » (4) et se placer sur le point de mesure puis cliquer sur OK. Répéter cette
opération pour chaque recette ajoutée.

Double-cliquer sur « Base Angle » (5) afin de pouvoir réaliser la correction du ©. Une fois la
correction réalisée, cliquer sur OK.

Dans « Mode » (6), sélectionner MANUEL DESKEW. Ce mode permet de sélectionner deux
points de référence afin de pourvoir corriger mathématiquement les variations de translation entre
substrats. Deux lignes (7) s’affichent dans le cadre (3). Double-cliquer sur I’'une d’elles, se placer
sur le premier point de référence puis cliquer sur OK. Répétez I’opération pour référencer le
deuxiéme point de référence.

Enregistrer la séquence (8) et cliquer sur « Start » (9).

4-3 : Utilisation d’une séquence

Ouvrir la porte du profilometre et positionner 3 picots dans les trous annotés 100mm du plateau.
Mettre 2 picots pour le meplat et 1 pour le c6té du wafer (Figure22). Ces picots servent a
positionner le wafer de maniére identique a chaque mesure.
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Figure 22 : Picots positionnés sur plateau

Mettre le wafer sur le plateau en venant bien en butée contre les picots (Figure 23), mettre le vide
et fermer la porte. Cliquer ensuite sur « Man Load » puis sur « Focus ».

Figure 23 : Positionnement du wafer
Dans la fenétre « Catalog » (Figure24), cliquer sur « Scan » (1) puis sur « Sequence Recipe » (2)

et double-cliquer sur la séquence a réaliser (3).

i
Fée Edt Semple Vacuum Host PPTmansfer Tasks Help
r )
P
fitche Sequence Path & 4
S = 1[=]
e 1
b gm " 5 ]
umel] : 4
2 El
= 2
| sequence 13;
:
22 2 19 7
e | W oo | e == =
SEQUENCE RECIFE CATALOG Jui 18, 2017 0413 P [ Clear Status |
Figure 24 : choix de la séquence

Dans la fenétre « Sequence editor » (Figure 25), double-cliquer sur « Base angle » (1) afin d’avoir
la possibilité de pouvoir corriger le © de I’échantillon. Mettre OK (2) au message qui s’affiche.
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Figure 25 : Sequence editor

A I’aide des boutons (1) de la figure 26, faites tourner le plateau du profilométre de maniére a
rectifier le © puis cliquer sur OK (2).

Move Directon  Adiens

nu@uﬂr 1t | ~ =

Nede

x 0.00 um
¥ 100000 00 pm
Zo 27201 48 pm
a 000 deg
Zoow:  0.00

k27,2017 0140 P

Figure 26 : Teach scan lenght
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La fenétre « Sequence editor » (Figure 27) s’affiche, appuyer sur « Start » (1). Enregistrer les
changements dans la séquence (2) puis cliquer sur OK (3).

e st Mo
Mok | Mapnsad s
("

™ Hancies

Sequente Editer

Sauance SUGUENCT hat bren modfed

] Cheas Status

Figure 27 : Sequence editor

Avant la réalisation des mesures, il va étre demandé de se placer sur les 2 points définis, lors de
I’enregistrement de la séquence, comme les 2 points de référence afin de pourvoir corriger
mathématiquement les variations de translation entre substrats.

Une fois bien positionner sur le premier point de référence, cliquer sur OK (2) (Figure 26), et
recommencer I’opération pour le deuxieme point.

Les mesures débutent et s’enchaine les unes aprés les autres sans manipulation de I’opérateur.

Une fois les mesures terminées, les résultats s’affichent (Figure 28). En cliguant sur chaque site
(point de mesure), son profil s’affiche. Il y a possibilité de déplacer les curseurs afin de realiser
d’autre point de mesure sur le profil.
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Figure 28 : Résultats des mesures de la séquence

Une fois les résultats relevés, fermez toutes les fenétres pour revenir sur la fenétre « Catalog »
(Figure 29). Cliquer sur « Scan recipe » (1), sélectionner le dossier racine (2) puis cliquer sur
« XY » (3). Cliquer sur « Man Load », attendre que le plateau soit bien devant soi pour ouvrir la
porte. Enlever le vide puis le wafer et pour terminer les 3 picots.

.
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Figure 29 : Catalog
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